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广东依顿电子科技股份有限公司

关于投资建设高端印制电路板智能制造项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 投资标的名称：高端印制电路板智能制造项目（以下简称“项目”或“本

项目”）。

 投资金额：项目计划总投资 297,877.93 万元（最终以项目建设实际投

资为准）。

 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资事项尚需提交股东

会审议。

 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：

1、本项目尚需完成环境影响评价、节能审查等法定审批程序，审批进度及

结果存在不确定性；若审批延期或未能顺利获批，将直接影响项目开工、建设及

投产进度。

2、下游应用行业技术迭代快、市场竞争激烈，若宏观经济波动、行业政策

调整、市场需求不及预期或产品价格出现波动，以及工艺调试、设备运行未达预

期，均可能影响产能释放与项目预期效益。

3、项目资金投入规模较大、建设周期较长，本项目投资可能导致广东依顿

电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产负债率有所提升，财务压力相

应增加；若融资环境发生变化、客户拓展及订单落地不及预期，还可能面临融资

成本上升、产能无法充分消化等风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况



1、本次交易概况

为增强公司的核心竞争力，提升公司可持续发展能力，公司拟使用自有资

金及自筹资金 297,877.93 万元投资建设“高端印制电路板智能制造项目”。

2、本次交易的交易要素

投资类型

□新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

--增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公

司 □参股公司 □未持股公司

投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 高端印制电路板智能制造项目

投资金额

 已确定，具体金额（万元）：297,877.93（最终以项目

建设实际投资为准）

 尚未确定

出资方式

现金

自有资金

募集资金

□银行贷款

□其他：______

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

公司于 2026 年 8 月 5 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于

投资建设高端印制电路板智能制造项目的议案》，同意公司使用自有资金和自筹

资金 297,877.93 万元投资建设高端印制电路板智能制造项目。

本事项尚需提交股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况



（一）投资标的概况

本项目投资主体为广东依顿电子科技股份有限公司。投资项目主要围绕市

场高端印制电路板需求，建设高端高速高多层 PCB 智能制造项目。项目拟利用

依顿电子中山现有园区土地，新建专业化生产厂房，配套实施基建工程、厂房

装修、设备购置安装、公辅配套、废水处理、危化品安全管理、仓储物流及数

字化管理系统建设，形成面向高端算力硬件的印制电路板规模化制造能力。

（二）投资项目的具体信息

1、项目基本情况

投资类型 投资新项目

项目名称 高端印制电路板智能制造项目

项目主要内容
围绕市场高端印制电路板需求，建设高端高速高多

层 PCB 智能制造项目

建设地点 广东依顿电子科技股份有限公司中山现有园区内

项目总投资金额（万

元）
297,877.93（最终以项目建设实际投资为准）

上市公司投资金额

（万元）
297,877.93（最终以项目建设实际投资为准）

项目建设期（月） 21

预计开工时间 2026/12/01

预计投资收益率 13.01%（税后）

是否属于主营业务范围 是 □否

2、各主要投资方出资情况

本次项目投资所需资金全部来源于公司的自有资金和自筹资金获得。

3、项目目前进展情况

本次投资建设项目目前处于初期筹备阶段，尚未开始建设。

4、项目市场定位及可行性分析

本项目产品定位于高端印制电路板，产品结构以高多层板（HLC）和高阶高

密度互连板（HDI）为主，项目产品主要服务服务器、高速交换机、路由器、加

速卡、计算托盘主板以及通信设备等核心算力硬件，重点满足高带宽、低损耗、

高密度互连、高可靠运行和长期稳定交付等应用需求。总体来看，本投资项目建



设方向明确，市场需求具备支撑，产品定位清晰，建设条件成熟，技术和运营方

案具有可实施性，财务测算结果具备一定投资回报基础，风险总体可识别、可管

控。项目实施有助于公司提升高端 PCB 制造能力，优化产品和客户结构，增强企

业在算力、高速通信及高端电子装备配套领域的综合竞争力。综合判断，本投资

项目具备推进实施的可行性。

（三）出资方式及相关情况

本次对外投资的资金全部来源于公司自有和自筹资金，不存在损害公司及其

他股东的合法利益的情形。

三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资项目围绕公司 PCB 主业开展，符合公司长期发展战略。随着项

目的稳步推进与实施，本项目预计将进一步完善公司高端产品布局，增强公司经

营实力与盈利能力，对公司未来业务发展和经营效益产生积极影响。

本次项目资金来源于公司自有资金及自筹资金，项目投资规模及资金安排不

会对公司正常生产经营、财务状况及现金流造成重大不利影响。本次投资不存在

损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示

1、本项目尚需完成环境影响评价、节能审查等法定审批程序，审批进度及

结果存在不确定性；若审批延期或未能顺利获批，将直接影响项目开工、建设及

投产进度。

2、下游应用行业技术迭代快、市场竞争激烈，若宏观经济波动、行业政策

调整、市场需求不及预期或产品价格出现波动，以及工艺调试、设备运行未达预

期，均可能影响产能释放与项目预期效益。

3、项目资金投入规模较大、建设周期较长，本项目投资可能导致公司资产

负债率有所提升，财务压力相应增加；若融资环境发生变化、客户拓展及订单落

地不及预期，还可能面临融资成本上升、产能无法充分消化等风险。

公司将密切跟踪审批及行业动态，强化项目建设、生产运营及市场拓展管理，



积极落实各项应对举措，全力保障项目平稳推进。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 7 日
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